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Abstract (en)
Producing a recording material comprises feeding a substrate; applying a first coating composition comprising 4,4'-dihydroxydiphenyl and a
sensitizer to form a recording layer; drying the composition; applying a second coating composition comprising (meth)acrylates, photoinitiators
and wax to form a protective layer; crosslinking the protective layer; applying the second coating composition to form a coating on back side of the
substrate; and crosslinking the coating using high-energy radiation. Producing a heat-sensitive recording material with a substrate comprising a
front and a back side, a color developer and a color acceptor containing heat-sensitive recording layer arranged on the front side of the substrate,
a protective layer covering the thermosensitive recording layer and a coating on the back side of the substrate, comprises preparing a first coating
composition comprising 85 wt.% of 4,4'-dihydroxydiphenyl, as color acceptor, and at least one sensitizer comprising methylol stearamide, stearic
acid amide or dimethyl terephthalate; preparing a second coating composition comprising at least 65-95 wt.% of one or more (meth)acrylates
comprising polyether(meth)acrylate, epoxy(meth)acrylate or urethane(meth)acrylate, 0-20 wt.% of photoinitiators and 0.5-20 wt.% of wax, where the
amount of the second composition is 65.5-100 wt.%; continuously feeding the web-shaped substrate; applying the prepared first coating composition
to form the heat-sensitive recording layer; drying the first coating composition; applying the second coating composition to form the protective layer;
crosslinking the protective layer using high-energy radiation; applying the prepared second coating composition to form the coating on the back side
of the substrate; and crosslinking the coating on the back side of the substrate using high-energy radiation.

Abstract (de)
Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Herstellung eines wärmeempfindlichen Aufzeichnungsmaterials mit einem eine Vorder- und eine
Rückseite aufweisendem Substrat, mit einer auf der Vorderseite des Substrats angeordneten wärmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht, mit
einer diese Aufzeichnungsschicht abdeckenden Schutzschicht und mit einer auf der Rückseite des Substrats angeordneten Beschichtung,
wobei das Verfahren mindestens die folgenden Verfahrensschritte umfasst: �  Vorbereiten einer ersten Beschichtungszusammensetzung,
wobei diese erste Beschichtungszusammensetzung mindestens umfasst: - als Farbakzeptor zu mindestens 85 Gew.-% - bezogen auf
den Gesamtanteil an Farbakzeptoren in der ersten Beschichtungszusammensetzung - 4,4'-Dihydr-oxydiphenylsulfon, - mindestens einen
Sensibilisator, ausgesucht aus der Liste umfassend Methylolstearamid, Stearinsäureamid und Dimethylterephtalat, �  Vorbereiten einer zweiten
Beschichtungszusammensetzung, wobei diese zweite Beschichtungszusammensetzung mindestens umfasst: - zu 65 bis 95 Gew.-% ein oder
mehrere (Meth)acrylate, ausgewählt aus der Gruppe umfassend Polyether(meth)acrylat, Epoxy(meth)acrylat sowie Urethan(meth)acrylat, - zu
0 bis 20 Gew.-% Photoinitiatoren und - zu 0,5 bis 20 Gew.-% Wachs, wobei sich die Gew.-%-Angaben zu 65,5 bis 100 Gew.-% der zweiten
Beschichtungszusammensetzung addieren, �  Kontinuierliches Zuführen des bahnförmigen Substrates, �  Aufbringen der vorbereiteten ersten
Beschichtungszusammensetzung zur Ausbildung der auf der Vorderseite des Substrats angeordneten wärmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht,
�  Trocknen der ersten Beschichtungszusammensetzung, �  Aufbringen der vorbereiteten zweiten Beschichtungszusammensetzung zur Ausbildung
der die wärmeempfindliche Aufzeichnungsschicht abdeckenden Schutzschicht, �  Vernetzen der die wärmeempfindliche Aufzeichnungsschicht
abdeckenden Schutzschicht mittels energiereicher Strahlung, �  Aufbringen der vorbereiteten zweiten Beschichtungszusammensetzung zur
Ausbildung der auf der Rückseite des Substrats angeordneten Beschichtung, �  Vernetzen der auf der Rückseite des Substrats angeordneten
Beschichtung mittels energiereicher Strahlung.
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